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其他公开文献 US20180062069A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供一种制造超声波探头的方法。该方法包括：由于在背衬层中形成凹
槽，制备具有不同高度的第一和第二表面的背衬层，其中第一和第二电
极分别暴露在第一和第二表面上;形成与第一电极接触的第三电极;在第三
电极上形成基础压电单元，基础压电单元包括压电层;通过去除基础压电
单元的上部区域形成压电单元;在背衬层和压电单元上形成第四电极。
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